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Abstract (en)
The circuit board is of the type comprising a metal sheet (1) in which separate tracks (2) forming at least one electrical circuit are cut out, holes (18),
some of which are provided for the passage of the components to be connected to the said tracks, and a layer of insulation (19) disposed over at
least one face of the said metal sheet. The board is characterised in that at least one part of the attachments (4) connecting the tracks (2) are bent
over one of their ends towards the face (11) covered with insulation (19) and in that the said attachments are embedded in the insulation for their
major part which is folded over. Application especially to the production of high-density electrical circuits for interconnection modules, for example.
<IMAGE>

Abstract (fr)
Elle est du type comprenant une feuille métallique (1) dans laquelle sont découpées des pistes (2) séparées constituant au moins un circuit
électrique, des orifices (18) dont certains sont ménagés pour le passage des composants à connecter auxdites pistes, une couche d'isolant (19)
disposée sur au moins une face de ladite feuille métallique et elle est caractérisée en ce qu'au moins une partie des rattaches (4) reliant les
pistes (2) sont repliées autour d'une de leurs extrémités vers la face (11) recouverte d'isolant (19), et en ce que lesdites rattaches sont dans leur
majeure partie qui est repliée, noyées dans de l'isolant. Application notamment à la réalisation de circuits électriques haute densité pour boîtiers
d'interconnexion par exemple.
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